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RESUMEN DESCRIFTIVO

Ce describe una hoja metdlica fins destlnada a
ser estampada para formar dibujos de circuito impreso so-.
bre substratos aislantes o mediocremente conductores, que

incluye una capa coﬁdpctora de la electricidad hecha de un
metal extremadamente conductor, tal como el cobre, que estd ¥
dotada de ung resistencia a 10s esfuerzos cortantes suficien #
temente reducida, incluso en espesores de 10 micrones o méis,

para permitir.una separacidn cémoda y neta de las porciones

activadas (impresas) y no activadas de.la hoja metélida £i=°"
na. Esta baja resistencia a los esfierzos cortantes puede con

seguirse con esiructuras cristaliticas fibrosas o fibrosol'."

L Y
o.’

granvlares, en las cuales las fibras estén orientadas ap:-o

ximadamente en angulos rectos respecto a las superflcles de

se00 @
.0\.:

la hoja fina y, ademis, por medio de agentes de d0pado con-

teniendo carbono, nltrégeno y azufre, La hoja fina buede 1@?'
cluir una capa de unidén para unir la capa conductorg:g;un 2.::
substrato, o, en variante, esta capa de unién puede{qq? apfi;ﬁ
cada a la superficie de la caﬁa COnductora antes de ia ope-
racibébn de estampado. La capa conductora puede ser auto-sopor-
tada, o puede estar adherida a una cinta de soporte por me-

dio d» una capa de separacibén intermedia. En este G1timo ca-
s0, las capas de unibn y de separacién se activan al ser

comprimidas por medio de un troQuel de estampacién o de un

-estereotipo, con lo cual la capa conductora se une al subs-

trato y se separa de 1la cinta de soporte en las zonas acti-

vadas, Las porciones activadas y no activadas de la hoja fi-
na pueden ser separadas a continuacién, retirando la cinta

de soporte del substrato.-

DESCRIPCION GENERAL DE LA INVENCION
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bricaciém usuales gastan materiales y mano de cbra y Te-

La presente invencidn se refiére a hojas metéli-
cas finas destinadas a ser estampadas.
| Los circuitogs eléetricos y electrénicos estén
constituidos a menudo por conexionado o por finas hojas

impreso sobre placas aislantes., Sus procedimientos de fa-

*

guieren un equipo complicado. Ea los substratos revestidos
con cobre (técnica substractiva o técnica de metalizacidn)
0 con un agente de unibn que contiene un sensibilizador

(técnica aditiva o semi-sditiva), los dibujos conductcres

- Y LA
L ] . .

se obtienen mediante impresién por serigrafia o fotoimpre-

sidn, y las placas de circuito impreso se atacan quimica- ,

. .
o e [ 2
* .

mente, segin el procedimiento utilizado, después de =zn*<ra-

S .

tamiento inicial del cobre por desplazamiento quimico o

formacidn de un'revestimientﬁ metalico seguiio por lé’T%r— .

macibébn de un depdsito electrolitico de cobre o de esteno. e

I . * e
.« =

Entre estas operaciones principales son necesarias ofrasg sev
operaciones, tales como limpieza, eliminacién de la_ﬁéééé~ s
ra, secado, verificaciény_etc. Mientras que todas las de-

mads partes de los instrumentos de conmutacidn o de medicién
tales como envolﬁuras, piezas mecadnicas mbviles, soportes
mecanicos o conexioﬁes; pueden‘producirse por métodos que
permiten una elevada produccin por unidad de tiempo (mol-
deado bajo presionm, éstampado, estirado, etc.), la produc-
cién de las placas de circuito impreso por medios gquimicos
humedos consume una cantidad de tiempo y trabajo anormal-
mence elevada.

La presente memoria incluye por tanto , por razo-

nes de mayor claridad, 1la descripcion de un método sencillo
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‘ canductores tlenen la forma de bucles casi cerrados ey las

- ellose

" gea capasz de una’elevada produccién por ¢

tiempo.

'substratos. Estos procedlmlentos pueden clas

las 81gu1entes tres categorlas.

Ia prlmera categorla 1ncluye el troqaelado del ’

dlbuao del c1rcu1to impreso en una hoja metalica fina con-:'

“ductora auto—portante que se coloca?sobre un‘é
unlendo 51multaneamente el dlbuao ai substrato‘ LOS'
venientes comunes de este Drocedlmlento snn~ el custb 8
tlvamente elevado del utlllaae de troquel*do e’ 1mpr9516n,
la ellmlnac1on dlflcultosa ) engorrosa de la hoja fiﬁé'ie—~

- 0'

31dua1 (es decir la parte no utilizada como circuito-ceh-

~ductor) del substrato, en partlcular cuando los 01rcu1$os

'.o" ..

dlflcultaues que se experlmentan para produc1r dlbuaos con'

ductores muy estrechos .con separ301ones reduc1das entre

La segunda catogorla 1nc1uye procedimsntos en los

cuales los dibujos conductores preparados por los metodos

" quimicos hiimedos mencionados més arriba se sitdan sobre una

cinta de soporte y a continuacibén se transfieren a partir
de ella a los substratos. En er' - caso e' inconveniente con-

siste en que la preparacidn de los dibujos conductores re-

quiere las costosas operaciones quimicas humedas mencionadas

mas arriba. Ademés, los dibujos conductores pueden deformar-

se durante su transferencia hacia y a partir de la cinta de
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soporte,

En lg tercera categoria, los dibujos conductores
se cortan en una fina lioja de cobre situada sobre una cin-
ta de soporte y a contiruacibén se transfieren desde la cin-
ta a los substratos. Cuando la fina hoja de cobre ha sido
sujeta en un substrato, se retira la cinta de soporte. En
este caso el problema consiste en la operacibn de corte
engorrosa y no muy exacta. Un segundo objeto de la presen-
te invencibn consiste en proporcionar un procedimiento se-
CO para producir'placas'de circuito impreso, que es capaz
de producir dibujos cée circuito finos y complicados..cohn la":'

precigsibn deseada y que- sea desprovisto de los inconvenien-

tes mencionados més arriba que son inherentes a los;proce4-."‘

dimientos secos existentes. . '

Ademids de los procedimientos mencionados mas arri-

ba para producir circuitos impresos, existe tambien €1°pro-

cedimiento de estampacibén en caliente que es capaz 44 For- *-°
a®as

mar en Tinas peliculas de materiales conductores casis guals ...

quier dibujo deseado pero que no pudo utilizarse hastg:la {,ﬂ'

fecha para la produzciér de circuitos impresos, Las capas
que puedén ser estampadas en varios dibujos a partir de fi-
nas hojss convencionales para estampaciédn en caliente tie-
nen espesores mAximos de aproximsdamente 100 milimicrones,
es.decir que son demasiado finas para circuitos impresos

en gproximsdamente dos ordenes de magnitud. El espesor re-
ducido de la capa conduetora (por ejemplo de cobre) da lu-
gar no solamente a un valor de resistencia eléectrica irre-~
preducible en razbén de las variaciones de calidad y en ra-—
z6n de la difusién de los agentes de unién en la capa. Un

inconveniente suplementario de las capas metdlicas deposi-
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tadas a partir de hojas convencionales de estampacién en ca-

liente consiste en que no pueden ser estafiadas o soldadas
de manera satisfactoria, en parte en razbén de su finura y
en parte en razén de su superficie dotada de uvna caracteris
tica de soldabilidad mediocré. Bl refuerzo de los didujos
coductores estampados mediante revestimiento galpgnoplésti-
cO no soiamente anularia la ventéja de un método de produc-
cién répido y sencillo sino gue daria lugar al revestimien~
to electrolitico de piezas con contactos mediocres, etc.

El bafio de revestimiento se contaminaria con el materigl .

de unién que penetraria en cierto grado por difusién en la

capa conductora flna, ¥y, por tanto, 1la unllormldad del re-

vestimiento metallco no seria satisfactoria en razdn de la Tet

distribucidn irreproducible y no uniforme de la resistencia

eléctrica. Finalmente se producirian problemas de unibn y ...

problemas (e durabilidad. | Ce et R

Sin embargo el procedlwdento de estampa016p en Caase

liente produciria ventajas lmportantes si fuersa aprbﬁfado

. -
¢ e
., ",

para dibujos conductores del espesor deseado. Conurariamen-
te alo que ccurre en los procedimientos en seco mencionados
mis arriba, la unién de los dibujos conductores al substraQ
to y la eliminacidn de la fina hojia residual se efectuarian
en una sola operscidn, y la estampacidn requerida seria re-
lativamente econdmica (mAs econbémica que la utilizaciébn de
una prensa de troquelado). Contrariasmente a la clase de los
procedimientos de éstampécién que podrian liamarse perfeé;
tamente "trogquelado' o "impresién", la estampacidén en calien
te y la estampaciédn en frio que se utilizan en la presente
invencibn no requieren una herrumienta de impresién, Por con

siguiente, la fine hoja residual puede ser retirads facilmen
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te por medio de una cinta de scporte como se describira mas

adelante. El procedimiento de estampacién en caliente permi
te, en principio, imprimir dibvjos sobre piezas tanto planas
como curvas. Por ejemplo, es posible imprimir némeros sobre
las ruedas de pléstico de los contadores, Las ventajas prin-
cipales de los procedimientos secos con relacién a las téeni-~
cas quimicas humedas mencionadas mis arriba se obtienen con
la estempacibn en caliente, Ademis de subsanar los problemas
mencionedos més arriba que se plantean con los procelimientos

existentes para producclén de circuitos impresos, la estampa—

senn
N ..a

¢ién en caliente eliminaria tambien otro inconveniente, es
decir la necesidad de utilizar placas separadas para conexio-
L3 L

nedo y conmutacién, incluso aunque existe frecuentdmepte an°-

espacio suficiente para ambos elementos en ciertas piezas ais-

lantes existentes, por ejemplo en las envolturas o Jos_recepe .

tédculos, Ademfs, una placa de circuito en un 1nstrumenxo pos""

dria frecuentemente hacerse mds pequefia, mas compacfa y maso..

flexible si fuera posible utilizar placas de substrafﬁ con |

curvas mas complejas que. las que son compatibles con' las téc—
nicas actualies,

'l..

Por consiguiente, un objeto suplementaric de la pre-
sente‘invencién consiste en proporcionar hojas previstas pa-
ra estampacién y métodos correspondientes con 1los cuales pue-~
deﬁ producirse pistas conductoras bLajo la forma de circuitos
impresos o conexionado impreso sobre substratos aislantes o
mediocrenente conductores, Estos ultimos pueden ser ya piezas
que realizan vna funcidn mecdnica (por ejemplo una envoltura,
un soporte, ete.) en instrumentos (por ejemplo instrumentos
de conmutzcidn, regulacibn o mwedicidn) o vueden hacerse es-

pecialmente en una forma spropiada cstracturalmente compacta.
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RESUMEN DE LA INVENCIOR

De manera resumida la presente invencién cumple
los objetivos mencionados mas arriba utilizando una fina
hoja estampable que incluye una capa funcional, generslmen-
te conductora de la electricidad, de espesor adecuado (por
ejemplo 8 a 35 micrones) en lé cual pueden imprimirse cua-
lesquiera dibujos deseados utilizando un método de estampa-

cibén en caliente o de estampacibn en frio,

Los conductores impresos resultantes pueden ser

soldados 0 estaiados a mano 0 a méqulna, y tienen una con~

sqas?

ductancia eléetrica adecusda irreproducible, Ia flﬁé'hOga

estampable incluye una capa de unibn y una capa conductora

de la electricidad, y eventualmente tambien una caéé.@b sele.
paracién y una cinta de soporte. Las capas de unién y de

separacién se gctivan por compresién y, con el método,de €Sz,

tampacién en calicnte, por medio de calor, lo que hage que -*.

la capa conductora se une al substrato y se éepara d&"a ...,

cinta de soporte en las zonas activadas. Fara asegurer una’"’

separacién neta de estas Gltimas zonas respecto aILrésto T
de la five hoja metdlics, la capa funcional (generalmente
conductora) esta constituida por filamentos (o grinulos de
filamentos mezclados) cuyos ejes estin orientados casi en
dngulos rectos respecto a las superficies de la fina hoja
para dotar esta capa de una resistencia a los esfuerzos
cortantes muy reducida. Ademds, esta capa puede contener
agentes de dopado que sirven para la misma finalidad,

BREVE DESCHITCION DE 10S DIBUJOS

La invencidn se entenderi mds claramente con la

ayuda de los dibujos en los cuales:

la figura 1 es un diagrama esquemdtico en seceibn
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~acuerdo cor. un.modo. de- raallze01én de lavlnvcnclén, antes

" la Operaulén de- estampacién'

transversal de un hoja fina para estampacién en. caliente de

la figura 2. es un dlagrama eSquematlco en seccién
transversal de la misma hoja flna inmedlatamente despuﬁs de"
ia ebtampaolén y de la separaC16n de 1as porciones actlva—
das {comprimidas) y no aotlvadas de la hoja;

la figura 3 es un disgrama esquematico en seccibn

transversal de una fina hoja para estampacién en caliente

de acuerdo con otro modo de realizacién de la invenci‘én-

la figura 4 es una representac16n dlagramatxca enr

se0016n transversal, ampllada, de 1la estructura flbrosa de L

" una capa funcional 1 de las flguras l 2y 33y 5, ., *e

hd ®
(] L Py
"'

la figura 5 es una represent3016n similar’ dn una
variantp de estruetura a base de unsa mezola de flbras y gra—

] ry .0.
nulos de la misma capa- 1, AR .

« 2%

DESCRIPCION DE LOS MODOS DE RWALIZACIOR PREFERlDOS ﬂ;-i

QOO'

En el modo de re31123016n de la 1nven016n.que se-;;;

saee -

ilustra en la figura 1, la fina hoja para estampacig$n en ca—
liente es parec1da a las flnas hojas utlllzadas has%é.la fe-
cha, salvo por lo que se refiere a sus dimensiones relativas.
Estus 1timas hojas finas incluyén varias capas:

a) la capa funcional 1 (con un espesor de por ejem—
plo 50 milimicrones aproximadamente en las finas hojas para
estampacion en callente utilizadas hasta la fecha), que tie-
ne generalmente una funcién decorativa o grafica pero,que,.
siendo de metal fino, puede ser un poco conductora de la
electricidad aunque no suficientemente para aplicaciones
de cilrcuitos impresos;

'b) una o varias capas de un pegamento 2 del tipo
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Sin embargo, la relacién de espesor que se representa.en le<* -

de fusibén ( -por ejemplo con un espesor de 3 micrones);

¢).una capa de proteéccién 3 (con un espesor de
aproximadamente 1,5 micrones); |

d) una capa de separmcién 4 (con un espesor de

pof'ejemplo.ioo wilimicrones apfoximadamenﬁe); y

H
:
b

8) una cinta de soporte 5 (por ejemplb de polies-

ter con un espesor de 12 micrones aproximadamente).

mes

Contrariamente a las dimensiones utilizadas hasta
la fecha, la capa funcional de la figura 1 es extraordina-

riamente gruesa cen comparacién con la cinta de soporte 5. o

figura 1 para estas dos capas es muy apropiada para la fina

hoja de estampacilén en caliente descrita mis arriba- de_ acgers=s

d6 con la presente invencibn, o

Para formar wua dibujo impreso, se coloca la fina

L]
LR 4

hoja de estampacién en caliente bajo la forma de_uny'dinta .

sobre un substrato 6 de acuerdo con la figura 1, ¥ se aplices.”

contra el substrato pgr'medio de un estereotipo 7 shieto - :

en un troguel de estampacién caliente, En las zonas:desla Fim.::

v

na hoja sometidas al calor y a la compresién por el estereo-
tipo, un componente 2a del pegamento 2 que actla por fusidn

se activa y hace que la capa funcional 1 se una al substrato

.de acuerdo con el dibujo del estereotipo, mientras que un

componenie 4a de la capa de separacién 4 se getiva para per-
mitir la mseparacidn de 1g capa funcional 1 con Su capi pro-
tectora 3 respecto a la cin%a de soporte 5. Por consiguiente, -
después de elevar el est%}cutipo 7 v lacinta de soporte 5 con-
juntamente con la parte residual no activada de la hoja de es-
tempacibén en caliente ga partir del soporte 6, la zona previa-

mente comprimida 1b de la capa funcional 1 conjuntamente con
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la parte 3b de la capa de proteccidén 3 y cualquier residuo
’ - o

4b de la capa de separacién 4 permanecen firmente sujetar

por el componente solidificado 2b del pegamento que actia

por fusién en el substrato 6, como-se indica en la figura it
2. . : , ' i

No se troguela ningln dibujo en la fina hoja de 5
soporte como ocurre en el proceso de troguelado o impresida
(1lemado tambien a menudo estampacidn),

Si la eapa funcional 1 de esta fina hoja metdlica

de estampacibén enmliente consistiera en la fina hoja de co-

bre usual de un espesor de 10 micrones por eaemplo--eomo'éé—

ria necesario y suficiente para numero&ao ap110301ones de

circultos impresos, no seria posible producir dlbu3es con&- :

ductores por este método, porque no seria posible obtener

una separacidn neta de las ‘pistas conductorzs de acuerdo con,

...0.
c.-co

el dibujo del estereotipo, puesto que la fina hoja del cobreg.,

a®

. 3 oo.

se adheriria de manera irregular y parciaslmente en el.subs-"°

....
"%

+rato y par01almente en la cinta de soporte -0 blen'totalmenﬁ"

te a cualquiera de estos dos elementos., S M

. LS

De acuerdo con la presente invencién, la capa fun—

_01onal 1 @e la fina hoja de estampacidn consiste en un mate-~

rial cuya estructura y composicién proporcionan una reducida
Tesistencia a los esfuerzos cortantes permitiendo la estam~

pacidn de pistas conductoras o incluso de componentes elée~

tricos integradoz de un espesor similar al de las placas de
clrcuito impreso convencionales {por ejemplo 10 a 35 micro-

nes), obteniéndose a continvacién una separacién neta de las

piezas residuales (no comprimidas) de la capa conductora al

ser retirada la cinta de scporte. Por
nal 1 puede

ejemplo la capa funcio-

consistir en una fina hoja de cobre con una re-
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20

sistencia a los esfuerzos coritantes ineluica entre 10 y 50

5 ‘8 e
N/mm~, dotada de una ductilidad suficiente para la produc-

¢ién de la fina hoja en forma de rollo,

Otra caracteristice de la hoja para estampacidn
de la presente invencidn es la faceilidad de soldar y esta-
flar la caps Ffuncional 1 (hecha de cobre, por ejemplo)

Sea & Mga0 ya £ea con una méguing, uvtilizando tipos conven-
cicnales o elesides especialmente Ge zlenciones de estafio

para soldaduro, sin separacibdn de los condustores Gel subs—
trate, sin formacién de burbujas, y sin problemas ac mojado.

a

A pesar de que puede ser cortada C¢e manera excepcionalmenté

~facil, 1a capa funcional 1 de la presente invencién presenta

ung conductividaed eléceirica adecusdae,., For ejemplo, iunt cafa, -
funcionel hechg de .ohie tiene ung conductividad de 25 a 45

. 2 . . .
m/ohmio-mm , solamente un poco inferior a la del cokre elec—,

) o PR seere
trolitico (57 m/chmio-n™). L e,

Esta capa funelonal tiens una estructura erxstallu
‘ .-,.

tica que puede ser descrita en términos idealizados.x}51mp11"

ficados como fibrosa o fibroso-gronular, en l2 cuel’ 1os £i%

lémentos estdn orientados casi en furulos rectos resypecto a
las superficies de-la capa. Estas csiructuras cristalinas
se ilustran en las figuras 4 y 5. las Tibras pucden tener
didmetros de por ejemplo C,5 a 2 wmicrones. kn las muestras

de cobre utilizadas parala capa 1 de la presente invencién,

- se han enconirado trazas de carbono, nitrbégeno y azufre.

Cuando el circuito imprcso consiste no sola ente
en pigstas conductoras sencillas del tipo de conexionado im-
preso, sSinc que requieren dibujos impresos de diferentes me-

tales al lado de los conductceres de cobre, es posible utili-—

zar GoS O mis hojas pera estampacidn, que ipcluyen cada una
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el metal apropiado en su capa funcionel 1, ¥ Que se someten
cada una al mismo proceso de estampacién con Sk estereotipo”
apropiado, R

La estructura de la capa bésica de la hoja para

estampacibén de la presente invencién es muy Similar a la
de las finas hojss de estampacién en caliente conocidas,
segn se ilustra en las figuras 1 y 2. Generalmente la capa
funcional 1 estd cubierta con una capa protectora 3 (figura
1). En un modo de realizascién de la presente invencidn, di-

cha capa 3 incluye un fundente de soldadura, que sSe presen-

»

ta por ejemplo bajo la forma de un barniz de soldaduras Eﬁ'r

otro modo de realizacibén que se ilustra en la figura 3, el !

>

fundente de soldadurs estd contenido en la capa deispppra%%.:s

cibn 4, y per consiguiente es posible omitir la capa pro-
tectora 3., En tal caso, la capa 4, o si es un compuesto, sﬁ .

sasee?®
® o0 s

primera capa al lado de la capa 1l contiene un fundente de ,

.
a e o
e 0

soldadura, por ejemplo una mezcla de terpenos, .t ces

ads e
*4e0 ° =

En un modo de realizacién de la invenciém, *la cas+**
pa de separacifn 4 incluye un pegamento que &Ctﬁapépa?usiéﬁfé
Y que d}i}ere del gue e=ti coﬁfenido en la cgpa de unién 2
mencionaéa m4s arriba. El punto de'endurecimiento del pega-
mento de la capa 4 es inferior al de la capa de unibn 2, y
su velocidad de solidificacifn es muy inferior (por ejemplo
10 veces mids lenta) que la de la capa de unién. Los valores

tipicos son los siguientes:

Pegamento de Punto de endure- Velocidad de en~
fusibn en cimiento (?C) durecimiento jS~l)
Capa 4 100 1
Capa 2 180 10

En un modo de realizacibn, el Pegamento de la ca-
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cierta temperatura 1l{mite, - notamente inferior (aproxima-

pa 4 consiste en una mezcla de por 1o menos tres componen-

tes, en primer lugar un elastbémero, en segundo lugar un
material termopléstico, y en tercer lugar una mezcla -de.

dcidos o esteres orginicos de cadena larga o una mezcla

de terpenos o una combinacibn de ambas mezclas, ,
En un modo de realizscién suplementario de la in-

vencidn, la cgpa de separacidn 4 incluye una substancia

0 una mezecla de substancias que realizan una buena unién en

tre la capa funcional 1 y la cinta de soporte 5 hasta una

damente en SOOC) a la temperatura de estampacién en.cqgieng.f
te, pero gue se transforman quimicamente cuando se rebasa
dicha temperatura limite, perdiendo asi de manera permane e

sus cdracterlstlcas de unidn, Esta substancia o mezcla ‘de

substancias puede ser del tipo en el cual la transformagcidn

: L
cuimica se acompafia por desprendimiento de gas ', com-d> cudl’”’
. %

la separacién deseada de la capa funcional 1 con relabién a...'

la cinta de soporte 5 estd facilitada en las porcioneg-ca- ‘..

lentadas de 1la flna hoja metilica después de la eétamp3016n:

-
"c“a

en caliente. \

=" En otro modo de realizacién suplementario de la

fina hoja de estampacidén de la presente invencién, la capa'
de separacién 4 incluye un pegamento cuyo poder de unién se
snula o se debilita mediante la introduccién de un solvente
en la fase de estampacién. Por ejemplo, este solvente puede
estar contenido en microcapsulas situadas en el interior de

la capa 4 y puede ser expulsado de las capsulas por la tem—

peratura y la presibn de estampacién.
.En un modo de realizacién particular, el solvente

se libera a partir de las microcépsulas al producirse la com-
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presibén del troguel de estampaciébn sin aplicacidn de calor.

" En este modo de realizacibn, la capa de unidn 2 se activa

tambien solo por compresién. Por ejemplo, puede incluir una
substancia no adherente o insuficientemente adherente en la
cual estén empotradas tambien microcdpsulas. Estas microcap
sulas contienen un fluido, por ejemplo un solvente, que es
liberado bajo el efecto de la presibn de estampacibn y que
activa la capa 2 para dotarla de un poder adhesivo. Este
modo de realizacibén puede ser definido comc fina hoja me-

t4dlica para estampado en friec. L el

En otro modo de realizacién sumplementario, unas

nicrocdpsulas se incluyen en la substancia de la capa.4 que °-

.o

contiene i'n agente reactivo que, después de su libéraéidn

producida por la compresidén, reacciona con dicha substancia

y da lugar a una transformacibn quimica de la mismzgedon 14°"°

» =%

chal la uridn entre la capa funcional 1 y la cinta'@é'?o— YT

porte se anula o se debilita en un grado tal que ly tapa 1{:{?

adhiere més firmente al substrato 6 que en la cinta. de. sopdry,:
te 5, Z1 efecto deseado puede ser mejorado por una Héﬁbina-' '
cién de diferenteé tipos &a microcépsulas (por ejemplo con-
teniendc un solvente y/o un agente reactivo) en la capa 4,
La cinta de soporte 5 puede fabricarse bien g par-

tir de una hoja d2 celulosa regenerada (por ejemplo etil ce-
1ulésa, 0 de manera convencional a partir de una hoja de ma-
terial sintético, por ejemplo una hoja de polietileno-teref-
talato, u ¢tro poliester, que puede ser unida a la capa 1
después de que esta Gltima ha sido revestida o después de
haber sido revestida en primer lugar con la capa 4,

' Antes o desPués de la unién.de la cinta 5 con la

capa 1, esta ultima se cubre con una © varias manos de capa
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de revestlmlento 2, que 1ncluye uno o varlos pegamentos que

actuan pc fusmén._Ln el caso deL modo de reallzacnﬁn‘de

1nven016n en el cual la capa 4 incluye tamblen Ln pegam,nt“
que actua por fusiédn, las diferen01as entre las pr0pledadesa
de los pegamentos de 1ab capas 2y 4 han sido esPeclflcadas;
mas arriba. Los pegamentqs que actfan por fusibn generalmen~
te no son conductores de la electricidad, |
Como se ha indiuado;ya,'la capa de unién 2 de un

modo de realizacidém de la invenéién consiste .en una substen-

cia no adhe81va c insuf101entemente adhesiva en el cual estén 
empotradas una mlcrocapsulas Estas mlcrocapsulas contienen

un fluido que, al ser liberado durante la 0pera016n ds esygm,ff

pado (efecto de compre516n solo o efecto de 00mpre516n y tem;**

peratura), activa dicha substancia, transformando asi la capa

2 en un pegamento. Este fluido de activacibn puede -set™ un '$O1-

s a® .
vente o0 un agente reactivo que se combina con dicha,sqbstah; .

. . . ®ad
cia de una mgnera bien conocida en 1os adh651vos der ¥os COﬂJ"~

e

ponentes. _— . L e
. s » 2, Myt

La capa funcional 1 puede incluir tragas de cobre, -

nltrégeno o azufre, _

En un modo de realizaci6n suplementario, la capa
de unién 2 incluye un agen%te reactivo que, al ser comprimi-
do, reacciona quimicamerie con el substrato 6 y con la capa
funcional 1 para asegurar una unidn fuerte entre estos ele—
mentos. En un modo de realizacién particular, este agente
reactivo se aplica a la capa de cobre cuando la fina hoja
de estampacibn se introduce en el aparato de estampacidn.

El revestimiento de la capa funcional 1 con la ca-
pa de separgcién 4 y con la capa de unibén 2, o, en variante,

el revestimiento de la cinta de soporte 5 con la capa de se-
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- bien conocidos tales como pulverizacién, colada, revestlu

‘miento por extrublén, frote, inmersién, ete, Un modo de

ciones no estampadas de la capa funcional 1, N _‘f

paraoién 4 se efectha por procedimicntos de revestimientow

realizacidn s1mp11flcado de 1a hoja de estamp3016n de 1a
presente invencién puede obtenerse cubriendo la capa fun—
ecional 1 con una o varias manos de pegamento que actha por
fusibén, omitiendo la cinta de soporte 5, la capa de sépa-
racién 4 y eventualmente tambien la capa de proteccibn 3,

En este caso, la capa funcional 1 es autoportante., De este -

modo es posible imprimir buenos circuitos conductbresi‘pdf’i
ejemplo de cobre., Siu ~embargo, en. razén-de la ausencia de
la cinta de 50porté los dibujos complejos requieren la s?-
paraclén de las porc1ones no estampadas mediante barrldo 0

cepillado, La separacidn neta de las porciones estampadas . -
‘.0. L ]

con relgeibén a las porciones no estampadas de la capa, funq10~

nal se consigue elevando y/o barriendo o ceplllando ias por- e

En 1la hoja metélica flna de estampac16n Q@.la prea
sente invencibn, diversos materlales activos electrica o
electronicamente pueden éef utilizados para la capa funcio-
nal 1, de tal\manera que. sea posible impnrimir dibujos para
realizar diversas funciones eléctricas tales como .circuitos
conductores metidlicos de cobre, plata, etc, pistas resisti-
vas hechas de ctros metales u 6xidos metdlicos, elementos
semiconductores, fotoconductores o fotodiodoS'(utilizables,
por ejemplo, en fotométros), etec,

Los expertos en la materia se darén cuenta que pue-
den realizarse en los modos de realizacibdn descritos més arri-
ba numerosas modificaciones o variantes,. sin salirse del al-

cance de la invencién tal y como estd definido por las reivin
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se’ sollclta deberi recaer en las s1gu1entes

tél%ca fina después de'un940peracién de estampado. < .. ”

dicaciones que siguen.

En reéamen, ei presante Modelo de Utllldad que

REIVINDICACIOHES

1. Hoja metélica fina d65u1nada a .ser estampada

para producir circuitos electricamente funcionales en un
substrato aislante electrico o mediocremente conductor;
pudiendo ser unida dicha hoja metalica fina a di-

cho substrato en’'zonas activadas por compresién con un tro-

quel de estampado o un estereotlpo e 1ncluyendo vna. eapa"’
o .!
electricamente func1onal de eSpesor adecuado para conseguim: -

la funciébn eléctrica necesaria o las funciones' eléqtricas-.::

c‘a

necesarias; y

estando dotada dlcha hoja metilica flna,s1n embar- ,
'.."

g0, Ge una resistencia a los esfuerzos cortantes suflclente-
. 2% ., .>

mente reducida pars permitir la separacién neta de dichas eee

: . . . : 2 ..»
zonas agctivadas de dichas zonas no gectivadas de 1an@§ﬁh me&irg»

\ 2. Hoja metélica fina destinada a ser estampada se-
gln la reivindicacibn 1, caracterizada porque la estructura
de dlcha capa funcional es fibrosa o fibroso-granular, in-
cluyenéo filamentos cuyos ejes estdn orientados aproximmda-

X ! ’ P .
mente en angulos rectos respecto a las superficies de dicha
hoja metélica fina.

/
/

; 3. Hoja metdlica fina segtn la reivindicacién 2,
cagacterizada porque dichos filamentos tienen didmetros in-
cléidos en la gama de aproximadamente 0,5 y 2 micrones,

| 4. Hoja metdlica fina seghn la reivindicaciébn 1,
caracterizada porque el espesor de dicha capa funcional es

por lo menos de 10 micrones,
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2 6 4, caracterlzada porque dlcha capa funcional 1ncluye

- mm©,

de un material elegleo en el grupo que conS1ste en~earbono,

5. Hoja metdlica fina segin la reivindicacibn 4,
caracterizada porque dicho espesor estd incluido en 1a‘ga:
ma de 10 a 35 micrones aprOX1madamentc.1 - '

6. Hoja metédlica fina segun la re1v1nd1cacién l

2

7. Hoja metdlica fina segln la reivindicacién 2,

caracterizada norque dicha capa func1onal incluye trazas

cobre que tiene una conductividad de puvr lo menos 25 m/bhmlo-f

nltrdveno y azu_fre‘ - o : o o

-

‘s

8. Hoja metdlica fina segin la reivindicseién 1" .

- .Q

caracterizada porgue incluye una capa de unibn adyacente a

dicha capa funcional; o
.O"C .....
pudiendo ser actlvada dicha capa de un16n por conpb.

o"

presién o calentam1ento con un troquel .de estdmpado~e un es’’

[ o S ]

»eq e

sene

tereotipo; ' : g e ser’

con 1o cual dicha capa de unién realiza-lé“géherénxﬂ

cia de dicha capa funcional en dicho substrato en las zonas

activadas.

'_/.—-—--—_—’ g

9. Hoja metdlica fina segln la reivindiecacifn 8,
caracterizada porque dicha capa de unién incluye un pegamen-~
to que actfa por fusibdn y que se solidifica répidamente y
wne dicha capa funcional con dicho substrato en las zonas
activadas inmediatamente después de uﬁa operacién de estam~
pado en caliente, | ' '

10. Hoja metdlica fina segfin la reivindicacién 8,
caracterizada porque la capa de unidn-incluye una substancia.
que puede- transformarse en un pegamento al Ser puesta en con-

tacto con un solvente o un agente reactivo quimico apropiado;
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reactivo en mlcrocapsulas empouraaas en el interior: de la

- do asi la‘aaherenc1a entre la capa funcional y el quqﬁraﬁo.;

.de soldadura. . ' e . S oael

estando contenido dicho solvente o dicho agente -~ ™

capa ‘de unlén-

pudlendo dxcho solvcnte o dlcho agente reaotlvo_‘

ser 11berado de dichas microcépsulas al ser producida una

compresién o un calentamiento con un troquel de estampado

0 un estereotipo.

11, Hoja metdlica fina segtn la reivindicaciébn 8,
caracterizada porque dicha capa de unién incluye una subs-

3‘.
tancia que reacciona qulmlcamente con dicho substrate-y di=

cha capa funcional al ser aplicada pre°36n o calor, efectuan-g

en las zongs activadas,

12, Hoja metédlica fina segin la re1v1ndlcacién 8, kS

caracterizada porque la superficie de dicha capa fun01onal vy
L]

-J'
orientada en sentido opuesto con relacién a dicha capa’ de

o Sqy

unién estéd cubierta con una capa que incluye un furiepte

13. Hoja metédlica fina segin la reivindicacién 12
caracterizada porgue dicho fundente de soldadura incluye una
mezcla de terpenos, ' - T

14, Hoja metilica fina segln la reivindicacién 12,
caféoterizada porque dicho fundente se aplica bajo la forma
de un barniz de soldadura.

15, Hoja metdlica fina segin la reivindicacién 8 6
g, caracterizada porgue el lado de dicha capa funcional que
no estd en contacto con dicha capa de unién estd unido a una
cinta de soporte por medio de una capa de separacién que tie-
ne upa adherencia suficiente para unir dicha cinta a dicha

capa funcional antes de la estampacién y que pierde su adhe-
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- gamento que actfa por fusibn y cuyo punto de endurecimiento:

rencia en 1lg zonas activadas por una operacién de estampa-

16, Hoja metédlica’ flna segln la reiv1nd10a016n lS

caracterlvada poroue dioha capa de qeparaClén 1ncluye un pe-

es substancialmente inferior al punto de endurecimiento del

peuamento contenido en la capa de unién, y cuya velocidad de B
solidificacién es muy inferior a la del pegamento de la ca-
pa de unidn. ' '

ap e N

'17. Hoja metdlica fina segﬁn 1a re1v1nd1ca016n 15,

caracterlzada porque el pegamento de dicha capa de separac16n

0 e

' plerde permanentemente sus prop:edades adhesivas pdruenclma‘de

una cierta temperatura limite que es substancialmente infe-

rior a la temperatura de estampacién en caliente del aparas.t..

et Y Y X

to donde se estampa dicha hoja metalica fina, . o e
18, Hoja metallca fina segin la relv1nd1§?b16n 15:{.

caracterizada porque dicha temperatura llmlbe es 1nﬁer10r pb

1o menos en 50 C con re13016n a dlcha tempe*atura &e dbtamph-ui

C16n enf?aliente , L . ' ' ;
19. Hoja metédlica fina segin la re1v1nd103016n 17,

caracterlzada porque el pegamento de dicha capa de separa016n |

sufre una transform3016n gquimica a una temneratura superior

.a dicha temperatura limite.

20. Hoja metdlica fina segn la reivindicacibn 19,
caracterizade porque dicha transformacién quimica se acompa-
fla por un desPrendlmnento de gas,

21 Hoja metéllca fina segbn la re1v1ndlcac16n 15,
caracterizada porque dicha caps de separacibn incluye un
elastémero, un material termopléstico, y un &cido orgénico
de cadens laiga,
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‘te.o un agente reactlvo qulmlco en las zonas - actlvadas por

22, H-ja metdlica fina segin la reivindicaeidn -

15, caracterizada porgie la adherencia de dicha capa de se= .’

paracién se snula.o se debilita cuahdo se intrciuce un solen-—

1a opera01on ‘de estampa01on.

2%, Hoja metallca fina segun 1a reiﬁiﬁﬁicééiéhéé%;
caracter17ada porgue dlcho g%lvente o dicho agente reactlvo
quimico estéd contenido en mlcrocapsulas que estan empotradas
en dicha capa de separacibm y es liberado a partir de dichas

microcapsulas mediante aplicacion de nresion o calor durante

la -operacibn de estampado.

‘o - re &
LEE XA c

(a) la hoja metédlica fida segun la relv1nd1ca01on

15, caracterizada porque dicha cinta de soporte 1nc1uye una o,
. ..‘ . ...

. ' ) ) ) ’ .
celulosa regenerada; y ’ ©

-

(b) ia'hoja metélica fina seguin la re1v1nd1caclon \

. - ‘o.oo
: . apd T
2%(a), caracterizada porgue dicha celulosa vegenerada es . wt,
! : : .. ' : ....o.
una etil~celulosa. tee os
. LR

"ot » w1

o4, Hoja metilica fina segﬁn:la re1V1nd1ca@10n 15"'

caracterizada porgue dcha cinta de soporte incluye ure-tinte—

L]

rial sintético. P
| 25. Hoja metélica fina seglin ila re1v1nd10301on 24 .
caracterizada porque dicho material sintético es un poliester,
polietilenotereftalato.
26.'Serreivindica por Gltimo como objeto sobre el

que ha de recaer el modelo de utilidad que se =licita: HOJA
METALICA PINA.
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Todo conforme queda descrito y reivindicado em -
la presente memoria descriptiva que consta de veintitres
péginas mecanografizdas y dibujos adjuntos.

‘Madrid, 1 Febrero l 983
' BERNARDO UNGRIA
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